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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteiie der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits afs "uisprunglicli 
eingereicht" und sind ihm niclit beigefugt, weil sie keine Andemngen enthalten (Regein 70. 16 and 70.17)): 

Beschreibungy Setten 

1-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-12 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/3-3/3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteiie standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationaie Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofem 

^' unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteiie standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationaie vorlaufige PrOfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefDhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftiicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtragilch in schriftiicher Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen forlgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andeaingen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungllch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf ErsatzblMer, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punlct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen ) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: Anspruche 8 

Nein: AnsprQche 1 

Erfinderlsche TStigkeit (IS) Ja: Anspruche 8 

Nein: Anspruche 1 

Gewerbllche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1,8 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Anspruch 1 bezieht sich auf eine Verpackung fur Halbleiter-Bauelemente; mit dieser 
Formulierung ist das Halbleiter-Bauelement nicht Teil des beanspruchten Gegenstands. 
Der folgende Relativsatz (bei denen... ) bezieht sich eindeutig auf die Bauelemente und 
nicht auf die Verpackung, d.h. dieser Relativsatz beschreibt weitere IVIerkmale der 
Bauelemente, die nicht Teil des beanspruchten Gegenstands sind, also sind auch der 
Chip, das Substrat und die Moldabdeckung nicht Teil des beanspruchten Gegenstands. 
Die Merkmale des kennzeichnenden Teils geben weitere Merkmale des Substrats und 
des Moldmaterials an. Somit sind auch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des 
Anspruchs 1 nicht Teil des beanspruchten Gegenstands. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also eine Verpackung, die geeignet ist fur 
gehauste Halbleiter-Bauelemente, wie sie in Anspruch 1 beschrieben werden. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu, da jede beliebige Schachtel den 
Gegenstand des Anspruchs 1 vonA/egnlmmt, solange die Schachtel nur groB genug ist, 
ein gehaustes Halbleiter-Bauelement aufzunehmen. 

Auch wenn versucht wird, den Anspruch so zu interpretieren, dass er technisch einen 
Sinn ergibt (Verpacktes Halbleiter-Bauelement bel dem mindestens die Ruckseite 
und ...) , verbleiben Probleme mit der Klarheit des Anspruchs, weil das Merkmal "so 
dass Moldmaterial durch KapllIanA/irkung in das Substrat eindringen kann" sich auf den 
Zustand vor dem Verpacken bezieht, der Gegenstand des Anspruchs aber eigentlich 
das fertige, verpackte Bauteil ist. AuBerdem bezieht sich das Merkmal "durch 
KapillanA^irkung" auf das Herstellungverfahren, da die KapillanA/irkung nicht nur von der 
GroBe der Poren, sondern auch von dertemperaturabhangigen Oberflachenspannung 
des Moldmaterials abhangt. Es ist dem fertigen Bauelement also nicht mehr 
anzusehen, ob das Moldmaterial aufgrund von Druckausubung oder durch 
KapillanA/irkung in die Poren eingedrungen ist. 

Im folgenden wird ein hypothetischer Anspruch (Verpacktes Halbleiter-Bauelement 
bel dem mindestens die Ruckseite und ... so dass Moldmaterial in das Substrat 
eingedrungen ist) kurz bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit analysiert: 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu. 
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Die englischsprachige Zusammenfassung des Dokuments JP-A-02 178 953 werden 
zusammen mit den Zelchnung von JP-A-02 178 953 als Dokument D1 angesehen. 
Dokument D1 offenbart ein verpacktes Bauelement mit alien Merknnalen des Anspruchs 
1: 

Der lead-frame (21) mit dam darauf und damnter (siehe insbesondere Fig. 2b) 
befindlichen pordsen Harzfilm wird als das Substrat des Anspruchs 1 angesehen. 
Das Moldmaterial 25 umschlieBt auch die Ruckseite des Chips, da sich Moldmaterial 
uber, wie unter der Einheit aus Chip und Substrat befindet. 

Die Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 26 - 30 und Anspruch 7 machen den Begriff 
"schwammartig" unklar, da es nicht moglich erscheint, eine schwammartige Struktur 
durch mechanische Oberflachenbearbeitung zu errelchen; daher wird "schwammartig" 
entgegen der eigentlichen Wortbedeutung so interpretiert, dass auch Oberflachen mit 
Vertiefungen und Vorsprungen unter diese Begriff fallen. Ein verpacktes Halbleiter- 
Bauelement, das alio Merkmale eines solcherart interpretierten Anspruchs 1 aufweist, 
wird in dem Dokument US-A-6 107 679 und in dem Dokument US-A-2001 0026 959 
(Leiterplatte 33 mit Lotstoppmaske 25 werden ais Substrat im Sinne des Anspruch 1 
interpretiert) offenbart. 

Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
ein Verfahren, von dem sIch der Gegenstand des Anspruchs 8 dadurch unterscheidet, 
dass die Struktur bestehend aus dem auf dem Substrat fertig montierten Chip, vor dem 
Aufbringen der Moldabdeckung mindestens auf die Schmelztemperatur der Moldmasse 
vorgewarmt wird. 

Die mit der voriiegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, ein tiefes Eindringen der Moldmasse in das Substrat zu ermoglichen, indem 
ein vorzeitiges Erstarren der Moldmasse verhindert wird. 

Die in Anspruch 8 der voriiegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

Es gibt im Stand der Technik keinen Hinweis darauf, die Struktur bestehend aus dem 
auf dem Substrat fertig montierten Chip nocheinmal zu erwanmen. 
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